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【 請 求 項 １ 】
半 導 体 基 板 上 の 絶 縁 膜 に 形 成 さ れ る 多 層 配 線 の 構 造 に お い て 、 下 層 導 電 材 料 と 直 接 接 す る
第 １ の 絶 縁 膜 と 、 前 記 第 １ の 絶 縁 膜 上 に 設 け ら れ 、 下 層 配 線 の 凹 凸 に 依 存 し な い 平 坦 な 第
２ の 絶 縁 膜 と 、 前 記 第 ２ の 絶 縁 膜 上 に 設 け ら れ る 低 誘 電 率 の 応 力 緩 和 層 で あ る 第 ３ の 絶 縁
膜 と か ら 形 成 さ れ る ビ ア 絶 縁 膜 に 形 成 さ れ た ビ ア ホ ー ル と 、 第 ３ の 絶 縁 膜 上 に 形 成 さ れ た
第 ４ の 絶 縁 膜 を 貫 通 し て 前 記 第 ３ の 絶 縁 膜 内 部 に ま で 達 す る 配 線 溝 が 形 成 さ れ 、 該 配 線 溝
と 該 ビ ア ホ ー ル と に 導 電 材 料 が 埋 め こ ま れ て い る こ と を 特 徴 と す る 配 線 構 造 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 第 ４ の 絶 縁 膜 上 に 第 ５ の 絶 縁 膜 が 形 成 さ れ 、 前 記 第 ４ の 絶 縁 膜 と 前 記 第 ５ の 絶 縁 膜
を 貫 通 し 、 前 記 第 ３ の 絶 縁 膜 内 部 に ま で 達 す る 溝 が 形 成 さ れ 、 そ の 溝 の 内 部 に 導 電 材 料 が
埋 め こ ま れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 配 線 構 造 。
【 請 求 項 ３ 】
　 第 ３ の 絶 縁 膜 の 比 誘 電 率 が 、 第 ２ の 絶 縁 膜 の 比 誘 電 率 よ り 小 さ く 、 且 つ 前 記 第 ４ の 絶 縁
膜 の 比 誘 電 率 よ り 大 き い こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ま た は 請 求 項 ２ に 記 載 の 配 線 構 造 。
【 請 求 項 ４ 】
　

【 請 求 項 ５ 】
　
【 請 求 項 ６ 】
　

【 請 求 項 ７ 】
　

前 記 第 ２ の 絶 縁 膜 が シ ロ キ サ ン を 主 成 分 と す る 低 誘 電 率 絶 縁 膜 で あ り 、
　 前 記 第 ３ の 絶 縁 膜 が ジ ビ ニ ル シ ロ キ サ ン ベ ン ゾ シ ク ロ ブ テ ン （ Ｂ Ｃ Ｂ ） 膜 、 芳 香 族 ま た
は シ ロ キ サ ン を 含 む 有 機 ポ リ マ ー 膜 、 ま た は 有 機 シ ロ キ サ ン 膜 か ら 選 ば れ る 絶 縁 膜 で あ り
、
　 前 記 第 ４ の 絶 縁 膜 が ハ イ ド ロ ゲ ン シ ル セ ス キ オ キ サ ン （ Ｈ Ｓ Ｑ ） 膜 、 メ チ ル シ ル セ ス キ
オ キ サ ン （ Ｍ Ｓ Ｑ ） 膜 、 Ｂ Ｃ Ｂ 膜 、 芳 香 族 を 含 む 多 孔 質 有 機 ポ リ マ ー 膜 、 多 孔 性 有 機 シ リ
カ 膜 、 ま た は Ｓ ｉ － Ｈ 結 合 、 Ｓ ｉ － Ｃ Ｈ ３ 結 合 、 Ｓ ｉ － Ｆ 結 合 の 何 れ か を 含 む 多 孔 質 シ リ
カ 膜 か ら 選 ば れ る 絶 縁 膜 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ に 記 載 の 配 線 構 造 。

前 記 第 ３ の 絶 縁 膜 が Ｂ Ｃ Ｂ 膜 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ４ 記 載 の 配 線 構 造 。

第 ３ の 絶 縁 膜 の 厚 み が 、 上 層 配 線 の 最 小 配 線 間 隔 以 上 の 厚 さ で あ る こ と を 特 徴 と す る 請
求 項 １ か ら 請 求 項 ５ の い ず れ か に 記 載 の 配 線 構 造 。

Ｃ ｕ を 導 電 材 の 主 成 分 と し た 下 層 配 線 と ビ ア ホ ー ル の 接 続 部 に お い て 、 Ｃ ｕ 以 外 の 金 属



【 請 求 項 ８ 】
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を 主 成 分 と し た 界 面 層 を 有 せ ず 、 か つ 前 記 第 ３ の 絶 縁 膜 が 対 Ｃ ｕ 拡 散 耐 性 を 有 す る こ と を
特 徴 と す る 請 求 項 １ か ら 請 求 項 ６ の い ず れ か に 記 載 の 配 線 構 造 。

半 導 体 基 板 上 に 多 層 配 線 を 有 す る 半 導 体 装 置 で あ っ て 、 該 多 層 配 線 の 少 な く と も 一 部 が
請 求 項 １ 乃 至 ７ の い ず れ か に 記 載 の 配 線 構 造 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 装 置 。
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